
证券代码：300661                                  证券简称：圣邦股份 

圣邦微电子（北京）股份有限公司 

投资者关系活动记录表 

                                                        编号：20170714 

投资者关系活动

类别 

■特定对象调研        □分析师会议 

□媒体采访            □业绩说明会 

□新闻发布会          □路演活动 

□现场参观  

□其他 （           ） 

参与单位名称 

太平洋证券 天风证券 信达证券 浙商证券 东兴证券 安信证券 

北京半导体协会 天弘基金 国寿安保基金 平安银行 民生加银基

金 民生信托 方正富邦基金 枫瑞资产 华安资产 星石投资 民生

资管 上海攸道投资管理中心 

时间 2017 年 7 月 14 日  

地点 首都师范大学（北一区）国际文化大厦南楼二层第六会议室 

上市公司接待人

员姓名 

董事长：张世龙 

董事、副总经理、董事会秘书：张勤 

副总经理：谭磊 

财务总监：张绚 

证券代表：赵媛媛 

投资者关系活动

主要内容介绍 

一、 公司情况介绍 

圣邦股份前身是圣邦有限，成立于 2007 年，专注于高品质、

高性能模拟集成电路产品的设计及销售。2017 年 6 月 6 日登陆资

本市场，是首家 A 股上市的专注于模拟集成电路设计的企业。 

公司目前共有十六大类，超过 800 种产品，应用领域覆盖通

讯、消费类电子、工业控制、医疗仪器和汽车电子等；终端产品

包括手机、数码相机、平板电脑、可穿戴设备、无人机、病床监

护仪、车载娱乐系统等；终端客户包括联想、中兴、小米、金立、



TCL、长虹、创维、康佳、海尔、海信、海康、大疆、夏普等知

名厂商。 

公司已获得 19 项发明专利、12 项实用新型专利，17 项注册

商标，68 项集成电路布图设计证书，另有 16 项发明专利已进入

实审阶段。 

公司是“国家千人计划”领军企业，曾获得国家级高新技术

企业、集成电路设计企业、北京市设计创新中心、中关村新锐百

强企业、中关村高成长企业 TOP100、海淀区重点企业等多项资

质和荣誉。公司的产品也曾获得国家重点新产品、国家火炬计划、

北京市科学技术二等奖、三等奖、中国半导体创新产品与技术奖

等多项荣誉。 

公司 2014年至 2016年营业收入分别为 3.26亿、3.94亿和 4.52

亿元，归属于母公司股东的净利润分别为 5990 万、7036 万和 8069

万元，均实现稳定先行增长。 

 

二、 问答环节 

1、 模拟芯片和数字芯片设计公司有什么不同？ 

答：模拟芯片产品数量众多，同一款产品的生命周期较长，应用

范围可以横跨多个领域，且降价较慢，所以业绩较为稳定，很难

大起大落。数字芯片更新换代更快，所以产品开发节奏很重要，

一旦某款芯片推出的时点合宜，则会形成爆款，公司营收会大幅

增加，如果某款芯片没有被市场接受，则可能影响公司业绩。 

 

2、 如何应对当前 SOC 集成度越来越高的趋势？ 

答：数字芯片的集成度越来越高是趋势，但随着新应用的不断涌

现，新的模拟芯片需求也不断产生。另外，由于受到工艺等一些

因素的限制，不是所有的模拟芯片都可以集成。为了定义新功能，

实现产品的差异化，单一数字芯片是无法解决的，需要搭配不同

功能的模拟芯片才可以实现。近年来模拟芯片的需求量及在全球

芯片市场的占比呈上升趋势。 



 

3、 公司的研发团队建设状况是？ 

答：公司过去几年每年增加 20%的研发人员，未来希望可以提高

速度，每年研发人员增加 25-30%。 

 

4、 公司项目开发的进展情况？  

答：公司现在已有逾 800 款新品；目前有 108 个项目在研，共计

300-400 款新品；预计今年可以量产 40-50 个项目，约 150-200

款新品。项目开发时间不同，从 9 个月到 2-3 年都有，平均 1-2

年。 

 

5、 公司未来的产品规划？ 

答：历史研发投入大约 2 亿，而募投项目是 4 亿，考虑到新产品

日趋复杂，研发投入加大、周期延长，未来 3 年至少可以把产品

品类翻一倍。 

 

6、 公司的产品有何优势？ 

答：超低功耗运放放大器以及超低功耗比较器，静态电流可以

300nA，是业内最低；超低功耗 DCDC 转换器，功耗可以做到 1uA

以下，也处于业内领先水平。上述低功耗产品适用于物联网，移

动终端产品应用 4A 大电流闪光灯驱动；1：2000 大动态背光驱动；

3.5A 的 Switching Charger 等也是公司的主打新产品。 

 

7、 公司在手机技术变革方面是否有产品准备？ 

答：手机领域和模拟芯片相关的新应用有：无线充电，Audio，

USB Type-C 接口，快充等。公司有相关准备，并将推出相关产品。 

 

8、 汽车电子、物联网新应用方面是否有公司的产品？ 

答：汽车电子方面：公司有一颗运放，通过了 AEC-Q100 测试，

用在动力系统，目前已有车企投入使用。 



物联网新应用方面：共享单车解决方案里包括圣邦的多颗芯片，

如开锁马达驱动，蜂鸣器驱动，GPRS 供电 DCDC，充电芯片等； 

智能音箱方案里有圣邦的低噪声可调增益的运放放大器、高保真

的模拟开关、电源芯片等产品；扫地机器人、无人机可使用圣邦

的运算放大器、比较器、LDO、负载开关、音频放大器和模拟开

关等。以上方案均有知名厂家采用。 

 

9、 请介绍一下公司下游市场情况。 

答：目前公司手机领域的销售额占了接近 40%，其他消费电子接

近 40%，工业医疗 20%多。公司规划继续加大工业医疗领域芯片

的开发投入，让三大下游市场的芯片销售各占三分之一。 

 

10、 请分别介绍一下公司手机业务、工业应用的情况。 

答：手机业务：每年有超过 1 个亿的手机在采用圣邦股份的芯片。

下游客户较广中兴，联想，小米，金立，TCL 等一款手机上最多

可以卖 7-8 颗料，LDO，DCDC，运算放大器，charger，负载开

关等。 

工业应用：主要包括三表、安防、仪器仪表、传感器、摄像头市

场等，平均毛利比消费电子高十个点。 

 

11、 请介绍一下公司下游客户的情况。 

答：公司目前注册在案的客户有近万家，实际供货的客户有 2000

家，单一客户占销售额很难超过 2%。公司与中兴、联想、小米、

金立、TCL、长虹、创维、康佳、海尔、海信、海康、大疆、夏

普等各行业知名企业保持密切联系。 

 

12、 公司是如何选择合作晶圆厂的？ 

答：目前公司几乎所有产品均在台积电代工。台积电是目前世界

规模最大的晶圆代工厂，代工量占全球的 50%以上，价格略高于

同业，但是其工艺门类齐全、演进速度快，技术支持能力强，产



品稳定性好、良率高，可靠性、一致性高，供货有保证，具备综

合优势，所以芯片性能和品质也相应较好。 

 

13、 公司的产品采用什么工艺？ 

答：模拟芯片一般不需要线宽太小的工艺。公司的产品主要采用

是 0.18um、0.25um 工艺，二者之和占总产品比例接近 50%。在

新工艺开发方面，公司已掌握 0.18um 制程的高压 BCD 工艺，适

用于消费电子，工业医疗。 

 

14、 请公司说明毛利率变化的原因。 

答：信号链产品方面：2016 年公司积极开发工业应用领域需求，

所以信号链产品毛利率有所上升。 

电源管理产品方面：公司的电源管理产品有 60%用在手机领域，

由于下游手机市场竞争激烈，2016 年电源管理芯片毛利率有所回

落。 

 

15、 CAPEX 资本支出后续是维持稳定还是会持续增加？ 

答：设计公司是轻资产。资本支出主要用于研发的固定资产和无

形资产投入，后续会随着项目开发的进展持续增加，但不会有阶

跃式的增长。 

 

16、 2015-2016 年按照 10%的优惠税率，未来是按照 15%还是

10%的税率？ 

答：若相关国家税收政策不发生变化，公司未来仍会沿用 10%的

税率。 

附件清单（如有） 无 

日期 2017 年 7 月 14 日 

 


